
DFN2020MD-6扩大了Nexperia符合AEC-Q101标准的
175°C汽车级MOSFET产品组合，使用2.0 x 2.0 mm的
尺寸面积

DFN2020MD-6
带有可焊性侧面的无引脚封装

6.5 x 3.5 mm
尺寸面积

2 x 2 mm
尺寸面积

超低导通电阻SOT223与DFN2020的比较

可焊性侧面 高热传导性能

›› 超紧凑尺寸 – 4 mm2 

›› 超低高度 <0.65 mm

›› 体积比SOT223小90%

››  板级可靠性高
››  方便光学检测
››  牢固焊点

›› 对于40V N沟道，RDS(on)低至30 mΩ  
（4.5 V时）
›› 对于40V P沟道，RDS(on)低至40 mΩ  
（10 V时）

››  低Rth

›› 扩展温度范围  
Tj = 175 °C

›› 裸露的漏极焊盘实现良好的 
热传导
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封装 DFN2020MD-6 
(SOT1220)

尺寸 (mm) 2.0 x 2.0 x 0.65

极性
VDS VGS

ID  
[最大值] 

VGSth VGSth RDS(on) [最大值]（VGS = 

型号
[最大值] (V) (A)

最小值
(V)

最大值
(V)

10 V时）
(mΩ)

4.5 V时）
(mΩ)

N

30 20

22 1 2.5 22 30 BUK6D22-30E

17 1 2.5 38 54 BUK6D38-30E

11 1 2.5 72 100 BUK6D72-30E

40

15 19 1.4 2.1 23 30 BUK9D23-40E

20
19

1.3 2.7 23 30 BUK6D23-40E

2.3 4 25 BUK7D25-40E

5.7 1 2.5 120 160 BUK6D120-40E

60 20

11 1.3 2.7 56 69 BUK6D56-60E

13 1.3 2.7 43 53 BUK6D43-60E

10.6 1.3 2.7 77 98 BUK6D77-60E

7.4 1.3 2.7 125 146 BUK6D125-60E

5.7 1.3 2.7 210 262 BUK6D210-60E

80 20
9.8 1.3 2.7 81 97 BUK6D81-80E

5.1 1.3 2.7 230 275 BUK6D230-80E

100 20 3.7 1.3 2.7 385 432 BUK6D385-100E

P
-40 20 -14 -1.4 -2.7 43 70 BUK6D43-40P

-60 20 -8 -1.9 -3.2 120 BUK6D120-60P

DFN2020MD-6 175°C汽车产品组合
（符合AEC-Q101标准）


